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工艺与技术分享

• 演讲人：徐明
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产品结构

HDI 机械盲埋孔通孔高多层 混压

1.板厚
≤6.3mm ；

2.开放厚径比
40:1

1.开放至
≤6阶

2.厚径比
≤0.8:1

1.激光深V孔
≤0.8:1

2.机械控深+激
光孔≤1：1

普通
FR4

深
V

M -
SAP

N+X+
M

高速
激光孔

叠
机械孔

N+N
FR4
+

高速

批量

FR4
+

高频

待设备到厂

ATE

Probe
Card

BIB
Load
Board
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批量

特殊工艺

POFV 背钻表涂 深V

化金、镍
钯金、化
银、OSP 、
喷锡...

盲埋
孔
POF
V

图电
背钻

通孔
POF
V

负片
背钻

机
械
控
深

激
光
控
深

蚀刻
背钻

机械
+

激光
控深

台阶

台阶
金手
指

其
它
台
阶

镀金
+

化银

镀金
+

化金

镀金

镀金
手指

微
小
台
阶

PP
压
合

埋嵌铜

树
脂
黏
合

激光烧
台阶工
艺

样品

1.非填孔，
厚径比开
放≤1:1
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N
+
M

机
械
埋
盲
孔
技
术

➢ 层数：24L+20L ➢ 板厚：5.6mm ➢ 机钻孔径：0.2mm ➢ 对钻精度：≤40um➢ 对位要求：≤4.5mil
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选
择
性
表
涂
技
术

电镀硬金

化学镍金

➢ 分段间距≥6mil ➢ 金手指间距：≥7mil ➢ 镀金+化金
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N
+
M
+
N
+

选
化

➢ 层数：10L+2L+10L ➢ 对准度要求： ≤5mil ➢ 镀金手指+化金
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N
+
M
+

台
阶
金
手
指
技
术

➢ 台阶金手指：台阶溢胶≤0.1mm ➢ N+M 对位要求：≤4.5mil ➢ 不对称：翘曲≤0.75%
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N
+
M

台
阶
金
手
指
技

术

➢ N+M 对位：≤3.5mil 不对称设计翘曲度：≤0.75%➢ 台阶槽溢胶：
≤0.1mm
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➢ N+M 对位：≤3.5mil 不对称设计翘曲度：≤0.75%➢ 台阶槽溢胶：
≤0.1mm

台
阶

金
手

指
技
术
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台
阶

金
手

指
技
术

0
3

0
4

0
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0
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0
7

台阶金手指典型结构局部成品图



14Edadoc, your best partner.一博科技    一站式硬件创新平台：PCB 设计、PCB 制板、SMT 焊接、元器件选型

微
小

台
阶

技
术

➢ 台阶槽尺寸：6*17mm 图形到槽底距离:132um➢ 台阶槽深度：243um
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高
多
层
对
位
技
术

➢ 层数：80L

➢ 板厚：10mm

➢ 钻孔孔径：0.15mm

➢ 钻孔厚径比：66:1（待新电镀线安装后电镀）

➢ 层间偏移：＜3mil



16Edadoc, your best partner.一博科技    一站式硬件创新平台：PCB 设计、PCB 制板、SMT 焊接、元器件选型

背
钻

S
T
U
B

技
术

➢ 背钻深度：≤3mm ➢ Stub ：1-4mil ➢ 背钻孔径D：d+6mil （d通孔孔径）
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超
大
尺
寸
技
术

➢ 交付尺寸：97.8*1320mm ➢ 层数：32L ➢ 板厚：6.8mm
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高
阶
H
D
I
技

术

激光孔叠机械埋孔➢ 阶数：4阶

P0001069

➢ 激光盲孔对位：≤1.5mil➢ 整体对位：≤3mil
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高
阶
H
D
I
技

术

2278095

➢ 激光盲孔对位：≤1.5mil 激光孔叠埋盲孔➢ 阶数：5阶 ➢ 整体对位：≤3mil
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高
阶
H
D
I
技

术

激光孔叠埋盲孔➢ 阶数：5阶

2278659

➢ 激光盲孔对位：≤1.5mil➢ 整体对位：≤3mil
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高
阶

H
D
I
技
术

➢ 阶数：6阶（任意阶） ➢ 整体对位：≤2mil ➢ anylayer
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高
阶

H
D
I
技
术

➢ 阶数：6阶 ➢ 整体对位：≤1mil ➢ 填孔激光盲孔叠机械埋孔
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高
阶

H
D
I
技
术

➢ 阶数：6阶（40层：6+28+6 ） ➢ 整体对位：≤1.5mil ➢ 填孔激光盲孔叠机械埋孔 ➢ 内层N+N(14+14)
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电镀前切片图 电镀后切片图

深
V
孔
技
术

➢ 孔径：400um ➢ 机械孔深与激光盲孔对位精度：≤0.5mil➢ 深度：400um ➢ 厚径比：1:1
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2284555

➢ N+N：6+6 ➢ 深V孔：350um ➢ 厚径比：0.8:1

深
V
孔
技
术
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机
械
盲
埋
孔

+
激

光
盲
孔
技

术

➢ 层数：28L ➢ 板厚：3.4mm ➢ 盲孔孔径填孔： 200um➢ 对位要求：整体＜ 2mil
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侧
壁

分
层

、
分
段
镍
钯

金

➢ 侧壁分层、分段镍钯金
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5
%

阻
抗
技
术

➢ 层数：18L ➢ 材料：M6 ➢ 阻抗要求：+/-5% ➢ 对位要求：＜4mil
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5
%

阻
抗
技
术

➢ 层数：18L ➢ 材料：M6 ➢ 阻抗要求：+/-5%  CPK4.09 ➢ 对位要求：＜4mil

阻抗科邦 公差 阻抗值 偏差

1C-90 ±5% 88.03 -2.2%

5B-45 ±5% 44.29 -1.6%

5C-90 ±5% 87.67 -2.6%

7B-45 ±5% 44.46 -1.2%

7C-90 ±5% 88.03 -2.2%

12B-45 ±5% 45.17 0.4%

12D-90 ±5% 89.41 -0.7%

14B-45 ±5% 44.58 -0.9%

14D-90 ±5% 88.53 -1.6%
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5
%

阻
抗

技
术

S/N P/N LOT Position
Spec

(ohm)

Mean

(ohm)
Result 偏移

1 P0002941成品板内 1 1B 50 50.94 Pass 2%

1 P0002941成品板内 1 1B 50 50.74 Pass 1%

1 P0002941成品板内 1 1B 50 50.94 Pass 2%

1 P0002941成品板内 1 1B 50 51.12 Pass 2%

1 P0002941成品板内 1 1B 50 51.55 Pass 3%

1 P0002941成品板内 1 6B 50 51.29 Pass 3%

1 P0002941成品板内 1 6B 50 50.84 Pass 2%

1 P0002941成品板内 1 6B 50 51.67 Pass 3%

1 P0002941成品板内 1 6B 50 51.68 Pass 3%

1 P0002941成品板内 1 6B 50 51.43 Pass 3%

S/N P/N LOT Position
Spec

(ohm)

Mean

(ohm)
Result 偏移

1 P0002943 0 L1B 85 88.50 Pass 4%

1 P0002943 0 L1B 85 86.86 Pass 2%

1 P0002943 0 L1B 85 88.53 Pass 4%

1 P0002943 0 L1B 85 87.82 Pass 3%

1 P0002943 0 L1B 85 88.26 Pass 4%
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A
T
E
产
品

➢ 交付尺寸：300mm*300mm ➢ 层数：58L                              板厚：6.3mm  

➢ 平整度：整板＜100um， 中心关键区＜50um➢ 钻孔孔径：0.3mm
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A
T
E
产
品

➢ 交付尺寸：570mm680mm ➢ 层数：28L                              板厚：6.0mm  

➢ 对接钻精度：≤1mil➢ 钻孔孔径：0.3mm
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A
T
E
产
品

➢ 交付尺寸：372mm*495mm ➢ 层数：18L                              板厚：5.5mm  

➢ 对接钻精度：≤1mil➢ 钻孔孔径：0.2mm ➢ 悬金：≤30um
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局
部

厚
铜

技
术

➢ 铜厚阶梯：≥50um 局部厚铜区域对位：≤1mil➢ 厚铜区域铜厚：≥2oz

镀厚铜区域

镀厚铜区域
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高
速

混
压

技
术

➢ 对位：≤3mil 非对称翘曲度：≤0.75%➢ 材料：S7439C+IT180A 混压
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高
频

混
压

技
术

➢ 对位：≤4mil➢ 材料：RO4350+S1000 -2M 混压

P0003418

➢ 非对称翘曲度：≤0.75%
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高
频

混
压

技
术

➢ 对位：≤3mil➢ 材料：RO3003+RO4450

P0002938

➢ 背钻对位：
≤1mil

➢ 背钻stub：≤4mil
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高
频

混
压

技
术

➢ 对位：≤4mil➢ 材料：RO3003+R -5575X+IT180A

P0002918

➢ 背钻stub：≤4mil
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局
部

混
压

技
术

➢ 对位：≤3mil 高度差：≤20um➢ 材料：S1000 -2M+RO4350B 混压
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埋
陶
瓷
技
术

➢ 槽孔尺寸精度：±35um CPK1.67 陶瓷基表面高度差：≤±20μm➢ 阻焊开窗位置精度：12um CPK1.67



41Edadoc, your best partner.一博科技    一站式硬件创新平台：PCB 设计、PCB 制板、SMT 焊接、元器件选型

埋
嵌
铜
技
术

41 

➢ 工艺：嵌入式（PP 压合） ➢ 结构：直通式&埋入式 ➢ 铜基高度差：≤15um

➢ 铜基对位：≤2mil➢ 铜基与激光盲孔同层共存

压
合
前

压
合
后

成
品
图

➢ 铜基尺寸：7*7mm&8*8mm

外观图 直通式切片图 埋入式切片图
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埋
嵌
铜
技
术

42 

➢ 工艺：塞入式（树脂黏合） ➢ 结构：直通式&埋入式 ➢ 铜基高度差：≤20um

➢ 铜基对位：≤3mil➢ 铜基叠激光盲孔填平

塞
树
脂
前

塞
树
脂
后

成
品
图
片

外观图 直通式切片图 埋入式切片图

➢ 铜基尺寸：5*5mm&6*6mm
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工
艺
能
力
规
划
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规划周期 2025 年度

维度 核心因子 Q1 Q2 Q3 Q4

工艺能力

产品类型

高多层/服务器/ATE 产品
（含POFV 、背钻、机械盲埋
孔、深V孔、台阶金手指）

HDI （4阶）、混压

高多层/服务器/ATE 产品
（含POFV 、背钻、机械盲埋
孔、深V孔、台阶金手指）

HDI （6阶）、混压

高多层/服务器/ATE 产品
（含POFV 、背钻、机械盲埋孔、

台阶、埋嵌铜）
HDI （6阶）、混压

高多层/服务器/ATE 产品
（含POFV 、背钻、机械盲埋

孔、台阶、埋嵌铜）
HDI （任意阶）、混压

材料
中高TgFR4 、

M4/M6/M7/M8 系列高速、
陶瓷基材料

中高TgFR4 、
M4/M6/M7/M8 系列高速、

陶瓷基

中高TgFR4 、
M4/M6/M7/M8 系列高速、

陶瓷基、PTFE

中高TgFR4 、
M4/M6/M7/M8 系列高速、

陶瓷基、PTFE

板厚 0.3-6.3mm 0.3-6.3mm 0.3-6.3mm 0.3-6.3mm

层数 50 60 70 80

机械钻直径 0.2mm 0.15mm 0.13mm 0.13mm

通孔厚径比 30:1 35:1 40:1 45:1

阻抗
电镀层：±10%
非电镀层：±8%

电镀层：±10%
非电镀层：±5%

电镀层：±10%
非电镀层：±5%

电镀层：±8%
非电镀层：±5%

背钻Stub
控深＜1.0mm ，2-4mil
控深＜2.0mm ，2-6mil

控深＜1.5mm ，2-4mil
控深＜2.5mm ，2-6mil

控深＜2.0mm ，2-4mil
控深＜3.0mm ，2-6mil

控深＜2.2mm ，2-4mil
控深＜3.2mm ，2-6mil

对位精度 4mil 4mil 4mil 4mil
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工
艺
能
力
规
划

2
                         

   
     

  
   

 
   

 
   

 
   

 
                                                                          

规划周期 2025 年度

维度 核心因子 Q1 Q2 Q3 Q4

工艺能力

铜厚
内层：3oz
外层：3oz

内层：4oz
外层：4oz

内层：5oz
外层：5oz

内层：6oz
外层：6oz

激光孔直径
普通：75 -150um

深V:250um
普通：75 -170um

深V:300um
普通：75 -200um

深V:350um
普通：70 -200um

深V:400um

激光盲孔厚径比
批量：0.8:1
样品：1:1

批量：0.8:1
样品：1:1

批量：0.8:1
样品：1:1

批量：0.8:1
样品：1:1

最小阻焊桥
亮绿油：100um

黑油&白油：125um
其他杂色油墨： 125um

亮绿油：90um
黑油&白油：110um

其他杂色油墨： 110um

亮绿油：80um
黑油&白油：100um

其他杂色油墨： 100um

亮绿油：75um
黑油&白油：100um

其他杂色油墨： 100um

外形公差 ±0.075mm ±0.075mm ±0.05mm ±0.05mm

线宽线距

内层:
0.5OZ:65/65um
1OZ:75/75um
外层：
1/3OZ+plating: 过程面铜
≤45um ：
60/60um
0.5OZ+plating: 过程面铜
≤55um ：70/70um

内层:
0.5OZ:60/60um
1OZ:60/70um
外层：
1/3OZ+plating: 过程面铜
≤45um ：
60/60um
0.5OZ+plating: 过程面铜
≤55um ：70/70um

内层:
0.5OZ:50/50um
1OZ:60/60um
外层：
1/3OZ+plating: 过程面铜
≤45um ：
60/60um
0.5OZ+plating: 过程面铜
≤55um ：70/70um

内层:
0.5OZ:50/50um
1OZ:60/60um
外层：
1/3OZ+plating: 过程面铜
≤45um ：
60/60um
0.5OZ+plating: 过程面铜
≤55um ：70/70um

表面处理 化金，镀金、镍钯金， OSP ，喷锡，化银，化锡，选择性镀金
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